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【はじめに】新たなMEMS 材料として高い化学安定性や導電性など優れた特性を有する金材料が

注目されている。金で作製された新たな加速度センサは従来のシリコン加速度センサと比較して

高感度であると報告されている[1]。しかし、バルク金の降伏強度は 50-220 MPa と金属材料の中で

も低く、MEMS デバイス応用への形状安定性に問題があり、金材料の高強度化および信頼性評価

が必要である。しかしながら、微小領域での金材料における機械特性評価の報告例はほとんどな

い。先行研究において、電析金薄膜から作製した微小カンチレバーのマイクロ曲げ試験によって

変形挙動を評価し、降伏強度は 369MPaと大きく向上した[2]。本稿では、新たなめっき条件を用い

て、微小金カンチレバーの強化機構および変形挙動を明らかにするため、微小曲げ試験を行い、

得られた荷重―変位曲線を評価した。 

【デバイス・評価手法の概要】定常電流(CE)およびパルス電流(PE)によって金電析皮膜を作製し

た。集束イオンビーム（Focused Ion Beam : FIB）により 10μm×10μm×50μmの微小カンチレバーを

加工し、本研究室で開発した微小材料試験装置を用い、曲げ試験を行った。SEMおよび電子線後

方散乱解析法（EBSD）により微小カンチレバーの変形挙動を観察し、同時に材料強度を測定した。 

【結論】Fig.1 より、パルス電流によって作製したカンチレバーは粒径の減少とともに高い降伏応

力を示した。これらは、ホールペッチ効果に起因していることが明らかとなった。一方、シアン

系金めっき液(Cy)から作製した金めっきカンチレバーは非シアン系亜硫酸金めっき液(Su)から作

製したものと異なり、Fig.2 のような脆性破壊が生じた。 
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Fig.1. Engineering stress-engineering strain curves of  

the micro-cantilevers. 

Fig.2. SEM image of the CE-Cy gold cantilever  
before (a) and after (b) micro-bending test. 

第65回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集 (2018 早稲田大学・西早稲田キャンパス)17p-P7-5 

© 2018年 応用物理学会 12-043 13.4


